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"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”

Lima, 31 de mayo de 2023

OFICIO MÚLTIPLE N° 00031-2023-MINEDU/VMGP-DIGESU

Rector (a)
Universidad Pública
Presente. -

Asunto: Información sobre la convocatoria de becas al Japón en modalidades
posgrado, pregrado, técnico y ocupacional 2024

Referencia: Nota N° O-2/73/23 de la Primera Secretaria de la Embajada del Japón en el
Perú

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y comentarle que la Primera
Secretaria de la Embajada del Japón en el Perú nos ha informado sobre el inicio del proceso de
selección de estudiantes y profesionales 2024 que deseen seguir estudios en Japón en las
modalidades: investigación o posgrado, pregrado, técnica y ocupacional.

Las becas comprenden los costos de viaje, estadía y estudios, por el tiempo que el becario
permanezca en esta condición en el Japón. La convocatoria para la realización de los estudios
comprende las diversas universidades e institutos de ese país.

De esa manera, la Embajada del Japón en el Perú ha dispuesto mayor información en su portal
sobre las bases, los programas elegibles y pasos a seguir para postular; así como la fecha de
vencimiento para la presentación de las candidaturas (19 de junio de 2023 para posgrado y 14 de
junio de 2023 para pregrado). Los interesados deberán acceder a la siguiente dirección:
https://bit.ly/3IJiKjm

Dada la importancia de las becas, agradeceremos pueda difundir esta oportunidad con la comunidad
universitaria de la casa de estudios que usted dirige, con la finalidad de que los interesados puedan
aprovechar la presente convocatoria. Para consultas y más información, deberán comunicarse con
la sección Becas de la Embajada del Japón a través del siguiente correo: becasjapon@li.mofa.go.jp

Agradeciéndole de antemano por su atención, hago propicia la oportunidad para expresarle los
sentimientos de mi mayor consideración y estima personal.

Atentamente,

YOJANI MARÍA ABAD SULLÓN
Directora General

Dirección General de Educación Superior Universitaria
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